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证券代码：300674                                    证券简称：宇信科技 

北京宇信科技集团股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                        编号：2024-005 

投资者关系活动

类别 

 特定对象调研        ☑分析师会议          □媒体采访     

□业绩说明会         □新闻发布会          □路演活动     

□现场参观           □其他 

参与机构名称 
中航基金、恒泰证券、兴业证券、中信资管、幸福人寿保险、观富资产、中欧

基金、民生证券 

时间 2024 年 12 月 12 日-13 日 

地点及形式 策略会、线上会议 

上市公司接待人

员姓名 
董事会秘书 周帆女士 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

1、信创业务的布局和方向？ 

答：公司在金融行业信创能力基础上，全面布局信创生态，建立以

信创业务为中心的新业务增长曲线，不断升级和扩展信创产品和生态能

力，打造全生态、全链路信创产品，提升在信创垂直产业链上的全面咨

询和集成和服务能力，实现一体化全链路竞争力。 

在领域上，我们布局国内外信创产业，不断拓展客户范围，一是持

续深耕金融行业，为增量及存量客户提供信创业务服务，并与宇信现有

业务形成良性互补，加大联合销售的力度；第二，积极布局大型央国企

客户，我们在上述客户都斩获了各类型订单和合同，且都取得了不俗的

成绩，这些成绩也更加肯定了我们产品和生态布局的信心；第三，我们

还将在海外市场，对于海外客户的技术及数字化升级，提供综合解决方

案，同样覆盖全部的信创能力。 
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在信创化和一体机的融合上，今年宇信科技一体机率先破冰，落地

某国有大型银行分行，宇信科技一体机帮助该分行开展智能化营销业务，

提升银行营收规模和服务水平，增强该分行客户黏性和满意度，自今年7

月成功测试上线后，用AI科技突破人工产能，帮助银行核心KPI数据提升。

在该分行上线一个月后，帮助该分行核心KPI跃升到全国前列。这一产品

效果，为我们复制到该行其他分行，以及其他大型国有银行及股份制银

行提供了极大的示范效应。我们的监管系统一体机则帮助中小型银行应

对监管要求及数字化需求。这款一体机已开始落地实施，并尝试其他几

种构型，强化底层设计能力，预期后续成长空间巨大。 

 

2、在AI领域有哪些阶段性成果？ 

答：在过去两年里，我们在尝试与多家银行创新实验室合作，在信

贷流程管理和信审过程嵌入AI能力，以提高整体信贷审核流程的效率，

目前已在多家银行有落地成功案例。同时，我们正与多家大模型厂商如

智谱等合作，迭代其他场景的AI应用，在数据层面的应用中寻求更好的

实践。 

公司为客户搭建了众多的数据应用+数据运营项目，形成了贯穿经营

决策-执行-反馈-提升的闭环管理体系。为了更高效地利用已有数据体系，

帮助客户将数据体系转化为经营决策，公司推出了星辰-数字化经营平

台，并搭载了AI混合模型的ChatBI能力，在经营分析的视角上，融合了

先进的大模型技术，进一步降低数据交互的门槛，提升数据获取效率，

为客户提供一个敏捷智慧的数据分析解决方案。 

 

3、银行后续在IT开支尤其是纯软件开支方面的预算增长预期？ 

答：在当前经济形势和银行经营情况下，银行对传统IT支出和内部

人员效率提升确实在进行优化，传统银行科技市场较为稳定。随着市场

竞争加剧和客户对业务价值诉求提升，金融机构对于能赋能其战略、提

升效率、创造价值的科技服务需求增加，这会带来金融机构业务层面在

科技领域增加投入，这些投入直接指向提升经营能力，是行业的增量需

求。 
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公司持续升级产品和模式，满足行业的业技融合新需求，同时积极

发展海外市场业务，通过多元化发展实现公司增长。 

 

4、不良资产处业务展望及进展？ 

答：个贷不良处置和化解是公司看好的蓝海市场，通过科技的赋能，

能为债务化解的全链路提高效率，提供经济价值和社会价值。公司和厦

资管成立的合资公司希望建设个贷不良全流程科技管控平台，对个贷不

良资产的投资、评估、管理、运营、处置全生命周期管理提供服务，通

过科技服务来提升个贷不良债务的化解效率和规模，也帮助社会整体经

济的债务化解。目前合资公司业务规划立足眼前可快速落地的处置业务

为抓手，进行业务模式延伸和创新，向个贷持续布局不良资产全产业链

资源整合、大数据积累、人工智能技术等资源协同下的业务规模增长。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2024 年 12 月 15 日 

 


